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【57】申請專利範圍
1.　一種兼具散熱及高擴充便利性之電腦機殼，該機殼係提供一空間供電腦主機板安裝，該
電腦機殼至少包含：一前側板、一與前側板互為垂直的頂板、一後側板以及一主機板安

裝區；其中，該前側板及後側板係互為平行並分設有至少一進風扇及至少一出風扇，且

該主機板至少具有互成垂直排列的 I/O連接埠以及顯示卡，其主要特徵在於：該 I/O連
接埠對應安裝於該機殼頂板，令該顯示卡以最大面積對應該後(前)側板之進風扇或出風
扇，藉此，到兼具高效率散熱及高擴充便利性者。

2.　依據申請專利範圍第 1項所述之兼具散熱及高擴充便利性之電腦機殼，其中該機殼之頂
板係可提供一接頭容納空間，用以供擴充接頭容納並插接於該 I/O連接埠上。

3.　依據申請專利範圍第 1項所述之兼具散熱及高擴充便利性之電腦機殼，其中該接頭容納
空間上係可增設一防塵蓋板，用以修飾機殼外觀外亦可達到防塵的目的。

圖式簡單說明

第 1圖係為一般電腦機殼之架構示意圖。

第 2圖係為本創作兼具散熱及高擴充便利性之電腦機殼之架構示意圖。

第 3圖係為本創作兼具散熱及高擴充便利性之電腦機殼之外觀示意圖，係顯示機殼之頂
板具有接頭容納空間。
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